


Kraków dnia: 2024-09-26
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków


Pismo: DE-dzp.272-494/24	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1 – ZMIANY SWZ 1
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”dostawa 1 sztuki serwera dla WEAIiIB - DE-dzp.272-494/24” – znak sprawy DE-dzp.272-494/24.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco: 
Pytanie 1. Wymagania: Pamięć 1. Min. 128 GB w pełni  buforowanej pamięci DIMM (DDR4) z technologią Advanced ECC lub chipkill, o transferze min. 3200 MT/s 2. Po zamontowaniu min. 24 wolnych slotów. 3. Możliwość rozbudowy pamięci do min. 8 TB.
Pytania: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pamięci z zabezpieczeniem Single Device Disable Code (SDDC)? Pragniemy zauważyć iż wskazana w OPZ technologia chipkill jest to ta sama technologia co wskazana powyżej SDDC, jednak występuje ona pod innymi nazwami w zależności od producenta. 
Pytanie 2. Wymagane: Pamięć 4. Min. 128 GB w pełni buforowanej pamięci DIMM (DDR4) z technologią Advanced ECC lub chipkill, o transferze min. 3200 MT/s 5. Po zamontowaniu min. 24 wolnych slotów. 6. Możliwość rozbudowy pamięci do min. 8 TB. 
Pytanie: Technologia Advanced ECC jest zabezpieczeniem pamięci typowym dla urządzeń HPE. Prosimy o dopuszczenie zabezpieczania pamięci ADDDC jako alternatywy działającej praktycznie na identycznej zasadzie tylko posiadającej nowsze protokoły.
Pytanie 3. Wymagane: Złącza zewnętrzne 1. min. 5x USB 3.1 Gen1 (w tym min. 1x z przodu obudowy, 2x wewnętrzny), 2. min. 1xVGA 
Pytanie:
Czy Zamawiając wyrazi zgodę na zaoferowanie serwera wyposażonego w złącza zewnętrzne w poniższej konfiguracji? Złącza z przodu obudowy: 1x USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) 1x USB 2.0 port (also for XCC local management) Złącza z tyłu obudowy: 3x USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) 1x VGA 
Port wewnętrzny: 1x USB 3.2 Gen 1

Odpowiedź Zamawiającego:
1. Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy.
2. Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy.
W związku z odpowiedzią w zakresie zadania częściowego nr 1 i 2 Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następujący sposób:
W opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 4.1. w pozycji nr 5 SWZ jest:

	5.
	Pamięć 
	1. Min. 128 GB w pełni buforowanej pamięci DIMM (DDR4) z technologią Advanced  ECC lub chipkill, o transferze min. 3200 MT/s
1. Po zamontowaniu min. 24 wolnych slotów.
1. Możliwość rozbudowy pamięci do min. 8 TB.   



Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie:
1. Min. 128 GB w pełni buforowanej pamięci DIMM (DDR4) z wykorzystaniem co najmniej jednej z technologii: Advanced ECC, chipkill, SDDC, ADDDC o transferze min. 3200 MT/s.

3. Zamawiający NIE wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.
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